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STMicroelectronics entre en production à grande échelle pour sa 
plateforme photonique sur silicium à la pointe de l’industrie afin de 

répondre à la demande en infrastructures d’IA. 
 

• Technologie PIC100 en production à grande échelle en 300 mm pour les 
principaux hyperscalers, avec le plan de quadrupler la capacité d’ici 2027 et 
l’augmenter davantage en 2028 

• ST dévoile la feuille de route technologique à venir pour le PIC100 TSV (through-
silicon via)  

 
Genève (Suisse), le 9 mars 2026 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial 
des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications 
électroniques, entre désormais en production à grande échelle pour sa plateforme de 
pointe PIC100 basée sur la photonique sur silicium, et utilisée par les hyperscalers pour 
les interconnexions optiques des data centers et des clusters d’IA. Les émetteurs-
récepteurs PIC100 800G et 1,6T permettent une bande passante plus élevée, une 
latence réduite et une meilleure efficacité énergétique face à l’augmentation des charges 
de travail en intelligence artificielle. 
 
« Suite à l'annonce de sa nouvelle technologie photonique sur silicium en février 2025, 
ST entre désormais en production à grande échelle pour les principaux hyperscalers. La 
combinaison de notre plateforme technologique et de la capacité supérieure de nos lignes 
de fabrication en 300 mm nous confère un avantage concurrentiel unique pour soutenir 
le super-cycle des infrastructures d’IA », a déclaré Fabio Gualandris, Président, 
Qualité, Fabrication & Technologie, STMicroelectronics. « En regardant vers l'avenir, 
nous planifions et mettons en œuvre des augmentations de capacité pour permettre une 
production multipliée par plus de quatre d’ici 2027. Cette montée en puissance rapide 
s’appuie entièrement sur les engagements de réservation de capacité à long terme de 
nos clients. » 
 
« Le marché des optiques enfichables pour data centers continue de croître fortement, 
atteignant 15,5 milliards de dollars en 2025. Nous prévoyons que le marché enregistrera 
un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17 % entre 2025 et 2030, dépassant 
34 milliards de dollars à la fin de la période de prévision. De plus, les solutions 
d’optique co-packagée (CPO-co-packaged optics) émergeront comme un segment en 
forte croissance, générant plus de 9 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Sur la 
même période, la part des émetteurs-récepteurs intégrant des modulateurs en 



photonique sur silicium devrait augmenter, passant de 43 % en 2025 à 76 % d’ici  
2030 », a déclaré Dr Vladimir Kozlov, CEO et Chief Analyst, LightCounting. « La 
plateforme photonique sur silicium de pointe de ST, associée à son plan dynamique 
d'expansion de capacité, illustre sa compétence à fournir aux hyperscalers un 
approvisionnement sécurisé et de long terme, une qualité fiable et une résilience 
industrielle. » 
 
Future plateforme technologique PIC100 TSV  
 
Les infrastructures d’IA connaissent une montée en puissance sans précédent, avec des 
performances d’interconnexions optiques dans le cloud qui deviennent un point critique 
d’expansion. S’appuyant sur des années d’innovation en photonique sur silicium, la 
plateforme PIC100 de ST offre des performances optiques de pointe, incluant des pertes 
de guides d’onde en silicium et en nitrure de silicium parmi les meilleures de leur catégorie 
(respectivement 0,4 et 0,5 dB/cm), des performances de modulateurs et de photodiodes 
avancés, ainsi qu’une technologie innovante de couplage par la tranche. 
 

En parallèle de la production à grande échelle de la plateforme PIC100, ST prévoit 
d’introduire la prochaine étape de sa feuille de route technologique en photonique sur 
silicium : le PIC100 TSV, une plateforme nouvelle et unique qui intègre la technologie 
TSV (through-silicon via) afin d’augmenter encore la densité de connectivité optique, 
l’intégration des modules et l’efficacité thermique au niveau système. La plateforme 
PIC100 TSV est conçue pour prendre en charge les futures générations d'optique NPO 
(Near Packaged Optics) et CPO (Co-Packaged Optics) en ligne avec les trajectoires de 
migration à long terme des hyperscalers vers une intégration optique-électronique plus 
poussée qui maximisera davantage encore les performances de connections entre 
plusieurs racks et dans les racks.  
 
ST à l’OFC (Optical Fiber Communication Conference and Exhibition) 2026 
 
ST présentera des mises à jour de sa feuille de route business et technologique lors de 
la conférence « Optical Fiber Communication Conference® » qui se tiendra du 15 au 19 
mars à Los Angeles (USA) : 

• Présentation d’un article intitulé : « An Innovative 300mm Back Side Integrated 
Silicon Photonics Platform for 200Gbits/lane Applications » 

• Première démonstration basée sur la plateforme PIC100 d’un émetteur-récepteur 
photonique sur silicium 1,6T-DR8, développé par Sicoya et STMicroelectronics. A 
voir sur le stand Sicoya n°507 

• Participation à l’événement du CEA-Leti : « Optical Interconnects: Driving 
Innovation in AI Factory and Beyond » (18 mars, 18h–20h, heure du Pacifique) 

 
 

 

 

https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/silicon-photonics.html
https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/silicon-photonics.html
https://blog.st.com/pic100/


 

À propos de STMicroelectronics  

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous 
maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de 
pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et 
des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des 
écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde 
plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de 
l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés 
au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes 
et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux 
déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % 
d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, 
visitez le site www.st.com. 

 
Pour plus d’informations, contacter : 
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS : 
Jérôme Ramel 
Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée 
Tél : +41 22 929 59 20 
jerome.ramel@st.com 
 
RELATIONS PRESSE : 
Nelly Dimey 
Mobile : 06 75 00 73 39 
nelly.dimey@st.com 
 
 

Informations prospectives 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant 
aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations 
prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities 
Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de 
la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des 
incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou 
évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs 
comme : 
• des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris la poursuite, 

l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, ainsi que de sanctions, qui affectent 
et pourraient encore affecter l’environnement macroéconomique et qui ont et pourraient encore 
avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ; 

• le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les 
fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui impactent et peuvent continuer d’impacter la 
capacité de production et la demande finale de nos produits ; 

• la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des 
mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ; 

• la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement 
technologique en rapide évolution ; 

https://www.st.com/
mailto:nelly.dimey@st.com


• une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou 
infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y 
compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, 
de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ; 

• des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre 
capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de 
fabrication qui bénéficient de financements publics ; 

• des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction 
significative de l’approvisionnement de nos clients clés ; 

• le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de 
production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs 
ou des fabricants tiers ; 

• la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de 
l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres 
fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ; 

• les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et 
sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et 
commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos 
clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ; 

• les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, 
clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ; 

• l’impact des revendications de propriété intellectuelle (« IP ») par nos concurrents ou autres tierces 
parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes 
raisonnables ; 

• des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois 
fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à 
des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les 
résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les 
avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les 
actifs d’impôts différés ; 

• les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par 
rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ; 

• le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel 
nous pourrions être impliqués ; 

• les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux 
défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos 
produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ; 

• des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, 
des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du 
changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où 
s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ; 

• une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du 
changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutres en 
carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les 
voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le 
scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici 
la fin 2027 ; 

• des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une 
manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable 
importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ; 

• des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos 



fournisseurs, concurrents et clients ;  
• la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient 

être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants 
critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et 

• l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues 
de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de 
consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions 
divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche 
supplémentaires. 

 
Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les 
performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et 
défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par 
l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », 
« serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur 
négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions. 

Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information 
— Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 février 2026. Si l’un ou 
plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient 
incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué 
de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons 
aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées 
dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir. 
 
Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois 
comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés 
auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation 
financière. 
 


